
ソルダペースト 

鉛フリーソルダペースト SN96CI PF-33 FMQ（Sn-Ag-Cu) リフローピーク230～235℃ 

リフローはんだ付に適した、Sn-Ag-Cu系共晶鉛フリーはんだです。 

●安定したSnCu合金層が形成されます。 

●Agを均一に分散し、SnAg化合物の生成を抑制します。 

●光沢のあるフィレットが形成されます。 

●引け巣(引け割れ）の発生がほとんどありません。 

●連続印刷時、安定した粘度を保持します。 

特　長 

安定した合金層の形成 高い接合部信頼性があります。 

光沢のあるフィレット形成 引け巣の発生を低減 

Sn-3.0Ag-0.5Cu SN96CI（Sn-3.8Ag-1.0Cu） Sn-3.0Ag-0.5CuSN96CI（Sn‐3.8Ag-１.0Cu） 

粘度安定性 推奨温度プロファイル 

連続印刷（2000枚）に対して良好な印刷性を保持します。 

SN96CI（Sn-3.8Ag-1.0Cu） Sn-3.0Ag-0.5Cu

SnCuの金属間化合物 
Intermetallic compound of Sn and Cu

SnCuの金属間化合物 
Intermetallic compound of Sn and Cu

Sn Cu（均一なSnCu層） Ag（均一なAg分散） Sn Cu（不均一なSnCu層） Ag（SnAg化合物を生成） 

SN96CI PF-33 FMQの連続印刷時の粘度変化 
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印刷条件 
メタルマスク：開口部なし 
印 刷 環 境：23℃　80％RH 
印刷インターバル： 20（s） 
粘 度 測 定：マルコム粘度計PCU-2にて 
　　　　　 10rpmの粘度を測定 

0

50

100

150

200

250

300

0 30 60 90 120 150 180 210 240

SN96CI PF-33 FMQ 推奨温度プロファイル 

温
度
（℃）
 

時間（s） 

昇温速度 
2～4（℃/s） 

ピーク温度 
230 ～ 240（℃） 

220℃以上 
40～50（s） 

プリヒート温度 
140～180（℃） 
 80～100（s） 

ピーク温度 
230 ～ 235（℃） 

220℃以上 
40～50（s） 

プリヒート温度 
140～180（℃） 
 80～100（s） 




